
モバイル・ソリューション

日経エレクトロニクス 2008年9月8日号（2008年9月5日発売）

シリーズ広告企画 第２回

通常掲載料金より割安な、記事スタイルによる特別パッケージをご用意いたしました。

記事スタイルでより詳細な製品・サービス内容の訴求が可能になります。

■ Webサイト「 」メニューを特別価格でご利用いただけます。
本企画での記事体広告コンテンツを利用して、Tech-On！メニュー「FOCUS ON！」（タイアップサイト）

を実施いただいた場合、特別価格：¥500,000（通常料金：¥900,000）を適用させていただきます。

雑誌に加えWebサイトで展開することで、より広いターゲットに貴社メッセージを訴求することができます。

各種OS 、ミドルウエア、各種開発ツール、モバイル向けIP

モバイル端末向けLSI、マイコン / マイクロプロセッサ

高周波関連電子デバイス、無線LAN用LSI

Bluetooth向けチップセット、ディスプレイ

アンテナ、コネクタ、水晶応用デバイス

その他モバイル機器向けソリューション

●次世代携帯の高速通信技術とネットワーク

最新動向

●多機能化・薄型化を可能にする半導体・電子

部品と組み込みソフトウエア

●低消費電力・小型化を実現する回路設計技術

携帯電話機の契約台数が1億台を超えた現在，携帯電話サービスは3.5Gに続く
「3.9G」「LTE」といった新技術の開発が活発化しています。
7月にはiPhoneも発売され、タッチパネル操作のスマートフォンも続々登場してくるこ

とが予想されます。さらに，ULCPC，MID，PNDなど各種モバイル機器の市場も急速に
拡大しています。こういった動向は，電子デバイスや組み込みソフトウエアにも反映され，
小型・省電力をうたったSoC，IP群など，モバイル・デバイスに向けた製品・技術開発が
活発化してるのは皆様も周知の通りです。
当企画では、このような動向をふまえ次世代の携帯電話機/モバイル・デバイスを開
発するために役立つ市場動向，製品・技術動向，標準化動向などの最新動向をまとめ
て紹介します。 日経エレクトロニクス読者に向けて、御社の製品、サービス、ソリュー
ションをPRする絶好の機会として、ご出稿を検討いただけますようお願い申し上げます。
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※上記掲載料金は、製品広告が普通版の場合です。※上記料金には、別途消費税が加算されます。※違隔地への取材、写真影等が必要な場合は、
実費を別途申し受けます。※原則として、記事部分は全て自黒、あるいは4色の統一フォーマットで作成いたします。※記事は、取材・執筆・制作の一
切を日経BP社が請け負います。広告主様側で記事原稿を執筆される場合は、字数・表現などの調整後、日経BP社でレイアウトさせていただきます。




